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				半導体‧デバイス
	製品情報


		

	

	
		
			パワーエレクトロニクス機器の省エネルギー化‧小型化‧高信頼性化などを実現する「パワーデバイス」、高速‧大容量でシームレスな通信を実現する「光デバイス」「高周波デバイス」、高度な温度検出によりヒト‧モノの識別やヒトの動作把握が可能な「赤外線センサ」など、進化し続ける革新的な半導体・デバイスで「グリーントランスフォーメーション（GX）とデジタルトランスフォーメーション（DX）の実現」に貢献して参ります。

		

	

	
		
			
				
					
						
							
							
						
					

					パワーデバイス

				
				「SiC」を含む革新的なパワーデバイスで、飛躍的に高効率なモーター制御や電力変換が可能となり、カーボンニュートラルの実現に貢献。

				SiCパワーデバイス

				
					フルSiC超小型DIPIPM
					SiC-IPM
					フルSiCパワーモジュール
					ハイブリッドSiCパワーモジュール
					HV SiCパワーモジュール
				

				
					IPM/DIPIPM
					パワーモジュール
					ドライバIC
					大電力デバイス
				

			

			
				
					
						
							

							光デバイス

						
						大規模データセンター、FTTHや5G基地局等の各種通信機器への搭載で、光ファイバー通信の高速・大容量化を実現。

							光ファイバー通信用光デバイス
	
									製品詳細ページ
	製品ラインアップ


							
	プロジェクター用光デバイス
	
									製品詳細ページ
	製品ラインアップ


							


					

					
						
							

							高周波デバイス

						
						5G基地局、衛星通信地球局（SATCOM）や業務無線機などの無線通信機器の高信頼性、小型化や省エネに貢献。

							GaN高周波デバイス
	
									製品詳細ページ
	製品ラインアップ


							
	GaAs高周波デバイス
	
									製品詳細ページ
	製品ラインアップ


							
	シリコンRFデバイス
	
									製品詳細ページ
	製品ラインアップ


							


					

					
						
							

							赤外線センサ

						
						高画素化、高温度分解能化の実現により、プライバシーを守りながら暗闇でもヒトの姿勢や動きを詳細に検知が可能。

							赤外線センサ
	
									製品詳細ページ
	製品ラインアップ


							


					

				

			

		

	

	

	




















